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© Elektrische Baugruppe. 

© Bei einer elektrischen Baugruppe mit minde- 
stens einem wSrmeerzeugenden Bauelement, das 
auf einer Seite einer Leiterplatte angeordnet ist, de- 
ren andere Seite mit einer Haupt-Leiterplatte kontak- 
tierbar ist, sind zusStzIich zu Leiterbahnen (10) und 
gegebenenfalls vorhandene Durchkontaktierungen, 
welche elektrische Verbindungen zwischen den Sei- 
ten der Leiterpiatte (6) darstellen, auf beiden Seiten 


der Leiterplatte (6) Kupferschichten (3, 5, 22) vorge- 
sehen, die mit Durchkontaktierungen (4, 23) unter- 
einander verbunden sind. Die Kupferschicht (3) steht 
auf der einen Seite in thermisch lertender Verbin- 
dung mit dem Bauelement (1). Die Kupferschicht (5, 
22) auf der anderen Seite weist Mittel (7, 24) zur 
thermisch leitenden Verbindung mit der Haupt-Lei- 
terplatte auf. 
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Die Erfinclung geht aus von einer elektrischen 
Baugruppe mit mindestens einem w&rmeerzeugen- 
den Bauelement, das auf einer Seite einer Leiter- 
platte angeordnet ist, deren andere Seite mit einer 
Haupt-Leiterplatte kontaktierbar ist. 

Die zur Herstellung von Leiterplatten verwende- 
ten Isolierstoffe haben eine geringe Warmeleitfa- 
higkeit, so daB die AbfUhrung der durch die elektri- 
sche Verlustieistung in Bauelementen entstehende 
Wa*rrne in etektrischen Schaftungen hSufig Schwie- 
rigkeiten bereitet. Dieses gilt urn so mehr, je ho her 
der Grad der Miniaturisierung ist, was insbesondere 
bei einigen Modul-Bauformen gegeben ist. So sind 
beispielsweise Module bekannt, deren Kontaktie- 
rung mit der Leiterpiatte Ober eine fla'chige Anord- 
nung von Lotkugein erfolgt, die als "Ball Grid Ar- 
ray" Oder auch "Solder Grid Array 1 * bekannt sind. 
Ein Verfahren zur Herstellung von solchen Bali Grid 
Arrays ist in der Patentanmeldung P 43 16 007.7. 
der Anmelderin beschrieben. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine elektrische Baugruppe (Modul) anzugeben, bei 
welcher eine gute Warmeableitung zu einer Haupt- 
Leiterplatte moglich ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
gelost, daB zusatzlich zu Leiterbahnen und gege- 
benenfalis vorhandenen Durchkontaktierungen, wel- 
che elektrische Verbindungen zwischen den Seiten 
der Leiterpiatte darsteffen, auf befden Seiten der 
Leiterpiatte Kupferschichten vorgesehen sind, die 
mit Durchkontaktierungen untereinander verbunden 
sind, daB die Kupferschicht auf der einen Seite in 
thermisch leitender Verbindung mit dem Bauele- 
ment steht und daB die Kupferschicht auf der ande- 
ren Seite MitteJ zur thermisch leitenden Verbindung 
mit der Haupt-Leiterplatte aufweist. 

Die erfindungsgemaBe Baugruppe hat den Vor- 
teii, daB gegenUber einem herkSmmlichen Modul 
mit thermisch isolierender Leiterpiatte ein wesent- 
lich geringerer WSrmewiderstand zwischen dem 
warmeerzeugenden Bauelement und der Haupt- 
Leiterplatte vorliegt. AuBerdem hat die erfindungs- 
gemaBe Baugruppe den Vorteil, daB die erfin- 
dungsgemSfien MaBnahmen mit den gleichen Ver- 
fahren verwirklicht werden wie die ohnehin erfor- 
derliche Herstellung von Leiterbahnen und Durch- 
kontaktierungen. 

Die Mittel zur thermisch feitenden Verbindung 
mit der Haupt-Leiterplatte konnen vielfaitig ausge- 
bildet sein. Besonders vorteilshaft ist jedoch, wenn 
die Mittei zur thermisch leitenden Verbindung mit 
der Haupt-Leiterplatte durch Ltftung von Lotkugein 
entstandene L5tstellen sind. Diese entstehen bei- 
spielsweise bei der Lotung eines Ball Grid Arrays. 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfin- 
dung werden die Lotkugein als Kugeln bezeichnet, 
auch wenn ihre Form beim fertigen Erzeugnis von 
der Kugelform abweicht. 


Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung 
besteht darin, daB die Kupferschichten die der Lei- 
terpiatte zugewandte Flache des Bauelements im 
wesentlichen uberdecken und daB die Durchkon- 

s taktierungen und die Mittel zur thermisch leitenden 
Verbindung mit der Haupt-Leiterplatte auf der Ober- 
deckten Flache rasterformig verteilt sind. Vorzugs- 
weise ist dabet vorgesehen, daB Leiterbahnen, wei- 
tere Lotkugein und weitere Durchkontaktierungen 

70 an den RSndern der Uberdeckten FISche zur Ver- 
bindung des Bauelements mit der Haupt-Leiterplat- 
te vorgesehen sind. Dabei ergibt sich eine bessere 
Warmeableitung je enger und je zahlreicher die 
Durchkontaktierungen angeordnet sind. 

75 Es ist jedoch im Rahmen der Erfindung auch 

moglich, elektrische Verbindungen innerhalb der 
vom Bauelement uberdeckten Flache vorzusehen - 
beispielsweise, um Modulfla'che einzusparen. 

Eine weitere Verbesserung der WaYmeablei- 

20 tung kann gemaB einer Weiterbitdung der Erfin- 
dung dadurch erfolgen, daB das Bauelement mit 
einer thermisch leitenden Kappe versehen ist, wel- 
che thermisch leitend mit der Kupferschicht auf der 
einen Seite der Leiterpiatte verbunden ist. 

25 AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 

Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt 
und in der nachfolgenden Beschreibung n&her er- 
lautert. Es zeigt: 

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein AusfUh- 

30 rungsbeispiel, 

Fig. 2 eine Ansicht eines weiteren AusfGh- 
rungsbeispiels von der der Haupt-Lei- 
terplatte zugewandten Seite und 
Fig. 3 eine Kappe zur Verbesserung der 

35 Warmeableitung. 

Gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen 
Bezugszeichen versehen. 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungs- 
beispiel ist ein warmeerzeugender integrierter 

40 Schaltkreis 1 mit Hilfe eines thermischen Leitkle- 
bers 2 auf eine obere Kupferschicht 3 aufgeklebt, 
die mit Hiife von Durchkontaktierungen 4 in therm i- 
scher Verbindung mit einer unteren Kupferschicht 5 
steht. j Dadurch erfolgt eine wesentlich , bessere 

45 Warmeableitung als durch das Tragermaterial der 
Leiterpiatte 6 allein. DarUberhinaus tr^gt die Kup- 
ferschicht 3 zu einer gleichmaBigen Verteilung der 
WSrme Ober die gesamte FlSche des integrierten 
Schaltkreises 1 bei, so daB die einzetnen Durch- 

60 kontaktierungen 4 in gleichem MaBe zur WSrmeab- 
fuhr beitragen. AuSerdem wird dadurch eine Kon- 
zentration der WSrme an einer Stelle des integrier- 
ten Schaltkreises vermieden. 

Zur Weiterleitung der Warme an eine in Fig. 1 

55 nicht dargestellte Haupt-Leiterplatte dienen Lotku- 
gein 7. Damit bei der Herstellung des erfindungs- 
gemaBen Moduls das Lot gezielt aufgebracht wird 
und eine kugelformige Struktur des Lotes entsteht, 
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ohne nicht gewOnschte Stellen der Kupferschicht 5 
zu benetzen, ist yjor dem Ldtyorgang ein LStstojDg- 
jack 8 aufgebracht worden. Die Leiterplatte 6 tragt 
ferner Leiterbahnen 9, 10, an welche Uber Bond- 
Drahte 11, 12 Kontakte des integrierten Schaltkrei- 
ses angeschlossen sind. 

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfuhrungs- 
beispiel ist der groBte Teil einer Leiterplatte 21 mit. 
zwei gegenUberliegenden Kupferschichten verse- 
hen, von denen in Fig. 2 nur die untere Kupfer- 
schicht 22 sichtbar ist. Rasterformig Uber die Fla- 
che der Kupferschicht 22 verteilt sind Durchkontak- 
tierungen 23, die in Fig. 2 als kleine schwarze 
Punkte dargestellt sind. Ebenfalls rasterformig ver- 
teilt sind Lotkugeln 24, welche an sich nur die 
Aufgabe haben, Warme einer Kupferschicht 22 auf 
die Haupt-Leiterplatte abzuieiten, jedoch auch zur 
mechanischen Fixierung der Leiterplatte auf der 
Haupt-Leiterplatte beitragen. Zur elektrischen Ver- 
bindung der in Fig. 2 nicht sichtbaren Bauelemente 
bzw. den entsprechenden Leiterbahnen auf der Lei- 
terplatte 21 mit Leiterbahnen der Haupt-Leiterplatte 
sind weitere Lotkugel^T25^orgesehen. 

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine Kap- 
pe, welche gleichzeitig als Schutz eines Bauele- 
ments und zur Warmeableitung dient. Bei dem in 
Fig. 3 dargestellten AusfOhrungsbeispiel besteht 
die Kappe aus einer Aluminium-Schejbe*31 und 
einem galvanisch-verkupferten Ring ^2^nis einem 
Kunststoff, beispielsweise aus glasfaserverstarktem 
Epoxid. An der Unterseite des Ringes befinden 
sich Lotkugeln .33, die zur Befestigung und zur 
WaVmeableitung vom Ring 32 bzw. der Kappe die- 
nen. 

PatentansprUche 


Verbindung mit der Haupt-Leiterplatte durch 
LStung von Lotkugeln (7, 24) entstandene LSt- 
stellen sind. 

s 3. Baugruppe nach einem der Anspruche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Kupfer- 
schichten (3, 5, 22) die der Leiterplatte (6, 21) 
zugewandte Flache des Bauelements (1) im 
wesentlichen Qberdecken und dafl die Durch- 

w kontaktierungen (4, 23) und die Mittef (7, 24) 

zur thermisch leitenden Verbindung mit der 
Haupt-Leiterplatte auf der uberdeckten Flache 
rasterformig verteilt sind. 

15 4. Baugruppe nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Leiterbahnen (9, 10), weitere Lot- 
kugeln (25) und weitere Durchkontaktierungen 
an den RSndern der Gberdeckten Fl&che zur 
Verbindung des Bauelements (1) mit der 

20 Haupt-Leiterplatte vorgesehen sind. 

5- Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Bauelement mit einer thermisch leitenden Kap- 
25 pe (31, 32) versehen ist, welche thermisch 

leitend mit der Kupferschicht auf der einen 
Seite der Leiterplatte verbunden ist. 
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1. Elektrische Baugruppe mit mindestens einem 
warmeerzeugenden Bauelement, das auf einer 
Seite einer Leiterplatte angeordnet ist, deren 40 
andere Seite mit einer Haupt-Leiterplatte kon- 
taktierbar ist, dadurch gekennzeichnet, daS zu- 
s£tzlich zu Leiterbahnen (10) und gegebenen- 
falls vorhandene Durchkontaktierungen, welche 
elektrische Verbindungen zwischen den Seiten 45 
der Leiterplatte (6) darstellen, auf betden Sei- 
ten der Leiterplatte (6) Kupferschichten (3, 5, 
22) vorgesehen sind, die mit Durchkontaktie- 
rungen (4, 23) untereinander verbunden sind, 
daB die Kupferschicht (3) auf der einen Seite in so 
thermisch leitender Verbindung mit dem Bau- 
element (1) steht und daB die Kupferschicht (5, 
22) auf der anderen Seite Mittel (7, 24) zur 
thermisch leitenden Verbindung mit der Haupt- 
Leiterplatte aufweist. ss 


2. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mittel zur thermisch leitenden 
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